
KUPFERPLATTENLÖCHER MINIMUM .025 AVG, .020 MIN. LÖCHER KÖNNEN NICHT
ANGESCHLOSSEN WERDEN
Spezielle anforderung: ENIG, impedanz: Tol: +/- 7%, press fit loch

Mit farblosem transparentem Luftpolsterfolie, 25 PCS / Beutel, Trockenmittel in die Flanke einlegen,
Feuchtigkeitsanzeige auf die Oberseite legen

Schichtstruktur





Leiterplatten-Unternehmen, PCB mit Imedanzkontrolle, Kleinserien-Leiterplattenhersteller

https://www.o-leading.com/de/news/There-are-different-type-of-circuit-boards-offered-in-variety-of-products.html

